LEITERPLATTENTECHNIK

Mit smarttin® bietet APL mehr als eine Alternative

Am 19. Mai 2008 stellte die APL Oberflichentechnik GmbH, Lérrach-Hauingen, der Presse ihr neues
smarttin®-Angebot sowie die zugehérige neue Produktionsanlage vor.

APL-Geschiftsfiihrer Walter Tastl bemerkte gleich
bei der Begriifung, dass im letzten Jahr von der
APL Oberflichentechnik GmbH die bisher grofite
Investition getétigt worden ist, wodurch sich sehr
viel verdndert hat, und dass Anfang 2008 die Ein-
filhrung und der Serienproduktionsbeginn von
smarttin® folgte. smarttin® ist laut seiner Aussage
die perfekte Lotoberfliche. Er erlduterte ausfiihr-
lich, wie es dazu gekommen ist und welche Vorteile
smaritin® bietet.

Der Weg zum Chemisch Zinn-Spezialisten

Die 1989 gegriindete Firma APL ist ein reines
Dienstleistungsunternehmen fiir Leiterplattenher-
steller und Bestiicker. Es ist ein Pionier der Che-
misch Zinn-Technologie und heute ganz auf das
chemische Verzinnen von Leiterplatten speziali-
siert.

Nach der Griindung mit der Firmierung APL Clare-
xi Deutschland GmbH hat sich die Firma zunéchst
als Lotstoppmasken-Service betétigt. Erst 1992 ist
mit der verfahrenstechnischen Entwicklung von
Chemisch Zinn begonnen worden. Der Produkti-
onsbeginn erfolgte 1993. 1994 war APL weltweit
die erste Firma mit einer horizontalen Chemisch
Zinn-Anlagentechnik. Ein wichtiger Meilenstein
folgte 1998; nach vierjahriger Praxiserprobung
hat Siemens die Chemisch Zinn-Beschichtung von
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APL freigegeben. Weitere Freigaben von namhaften
Unternehmen u.a. aus dem Automobilelektronikbe-
reich wie Bosch und Hella folgten, was 2002/3 zu
einem Nachfrageschub fiihrte.

Zu den Kunden von APL gehoren heute die fiih-
renden Firmen der européischen Leiterplatten- und
Bestiickungsindustrie, zunehmend kommen auch
Auftraggeber aus ferndstlichen Lohnniedriglandern
hinzu.

Die parallel zu Chemisch Zinn betriebene Lotstopp-
lackbeschichtung wurde 2002 eingestellt, damit
sich APL voll auf Chemisch Zinn konzentrieren
kann. Bereits im Jahr 2006 ist mit dem Umbau der
Gebdudeinfrastruktur und den Vorbereitungen fiir
den Aufbau der neuen Chemisch Zinn-Produktions-
anlage begonnen worden. Die grofiten Investitionen
erfolgten 2007; tiber 1,0 Mio. € wurden in neue
Infrastruktureinrichtungen und Produktionsanlagen
investiert. Mit der Einfiihrung von smarttin®, dem
weiterentwickelten Chemisch Zinn-Prozess von
APL, und dem Anfang 2008 erfolgten Produktions-
beginn wurde ein weiterer Meilenstein gesetzt. Seit
April erfolgt die gesamte Produktion auf der neuen
Anlage.

APL betreibt nun die grofite und modernste Che-
misch Zinn-Produktion weltweit. Die Kapazitit der
neuen, iiber 30 m langen Chemisch Zinn-Anlage
liegt bei 40 m*h mit einer Zinn-Schichtdicke von
tiber einem Mikrometer. Leiterplatten bis zu einer
Breite von 630 mm und einer Dicke von 6 mm kon-
nen beschichtet werden.

Durch die Investitionen in modernste Gebaudeinfra-
struktureinrichtungen konnte zudem der Energie-
und Ressourcenverbrauch deutlich gesenkt werden.
Der Markt hat insgesamt recht unterschiedliche
Erfahrungen mit Chemisch Zinn gemacht. Denn
manche Lieferanten waren und sind nicht fahig, stets
einwandfrei verarbeitbare Chemisch Zinn-Ober-
flachen aufzubringen. APL hatte als Spezialist fiir
Chemisch Zinn dagegen noch nie eine Reklamation
wegen schlecht 16tbarer Chemisch Zinn-Oberfla-
chen. Wihrend sich die USA fast komplett von Che-
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misch Zinn verabschiedet haben, kommt ansonsten
Chemisch Zinn weltweit mit stark steigender Ten-
denz zum Einsatz.

Was ist besonders an smarttin®?

smaritin® ist eine chemisch abgeschiedene Rein-
Zinnschicht mit einer Schichtstiarke von 0,8 um bis
1,3 um hochster Qualitit, wobei 4PL den Begriff
smarttin® als Produkt aus dem Zusammenwirken
einer ausgefeilten Anlagentechnik und einer zu-
verldssigen Prozesschemie sowie vonl5 Jahren
Kompetenz in Chemisch Zinn-Innovation und
-Erfahrung definiert. APL grenzt sich mit der ein-
getragenen Marke smarttin® ganz bewusst von der
teilweise schlechten Chemisch Zinn-Qualitét ande-
rer Anbieter ab. Die gleichbleibend hohe Qualitét
der abgeschiedenen Zinnschichten ist das Ergebnis
einer durchdachten und sorgféltigen Badfiihrung;
APL achtet u.a. darauf, dass der Gehalt an Sn*" und
der Gehalt an Cu gering sind.

smarttin® ist eine sowohl mit bleihaltigen wie auch
bleifreien Loten mehrfach I6tbare Reinzinnschicht,
die keine Zinn-Whiskerbildung aufweist und lange
lagerféhig ist. Die Lagerféhigkeit von smarttin® liegt
bei einer Schichtdicke ab 1,00 pm fiir das bleihaltige
Léten bei bis zu 12 Monaten und fiir bleifreie Loten
bei bis zu 6 Monaten, jeweils fiir eine Lagerung bei
Temperaturen von 15 - 30 °C und bei einer relativen
Luftfeuchte unter 75 %, wobei die Leiterplatten in
Schrumpffolie verpackt sowie Feuchtigkeitszutritt
und Betauung ausgeschlossen sind.

smarttin® ist auch eine ideale Oberfliche fiir die
Einpresstechnik.

Ferner ist es eine zukunftsorientierte Oberflache fiir
Anwendungen wie BGA, CSP, Flipchip, Finepitch
mit Sacklochtechnik, Laservias etc.

Zudem bietet smarttin® als Lot- und Einpressober-
fliche das beste Preis-Leistungsverhaltnis.

Fast immer einsetzbar

Bei Chemisch Zinn ist eine Bekeimung auf Basis-
material oder Lotstoppmaske ausgeschlossen. Bei
vorschriftsmafiger Verarbeitung der Létstoppmas-
ke sind auch kein Angriff, keine Abflitterung und
keine Unterwanderung der Maske zu erwarten.
Carbon-Kontaktflichen kénnen ohne Abdeckung
verarbeitet werden.

Chemisch Zinn ist sowohl fiir bleifrei wie auch fiir
bleihaltig Hot Air Leveling (HAL)-Oberflachen ein
Substitut. Es zeichnet sich durch einen bis zu 50 %
geringeren Kupferabtrag im Vergleich zu bleifrei
HAL aus. Weitere Vorteile resultieren aus der gerin-
geren thermischen Belastung beim Chemisch Zinn-
Prozess und aus der gleichmafigeren nicht balligen
Oberfléache:

¢ Kein Thermischer Stress, daher Reduzierung der
Ausschussrate

* Keine Delaminationen im Basismaterial

* Keine Zinnbriicken und -perlen auf der Létstopp-
maske

* Kein Abgleiten von Priifnadeln

* Kein Ausschuss durch unprazise Belotung

Chemisch Zinn ist, sofern keine Bondtechnik und
keine Kontaktflichen benétigt werden, auch ein
Substitut fiir Nickel/Gold-Schichten. Mit smart-
tin®-Oberflichen hergestellte Lotverbindungen
kommen direkt mit dem Kupfer zustande, d.h. das
Lot wird auf keiner Zwischenschicht wie bei Ni/Au
aufgebracht. Deshalb erfolgt kein Fremdmetallein-
trag in die Lotverbindungen oder in das Lotbad wie
bei Ni/Au. Zudem sind die Materialkosten deutlich
geringerer und es konnen keine Blackpad-Fehler
auftreten. Es besteht auch keine Gefahr fiir eine
Nickelbekeimung der Létstoppmaske.

smarttin® ist ebenso ein giinstiges Substitut fiir Che-
misch Silber und organische Anlaufschutzsysteme.
Denn es bedarf keiner speziellen Verpackung wie
beispielsweise Chemisch Silber-Schichten.
Insgesamt konnen 90 - 95 % aller Anwendungen
mit Chemisch Zinn als Oberfliche abgedeckt wer-
den.

Hervorragendes Verhalten
bei Lagerung und Létung

Ein Leiterplattenhersteller fertigte 42 Leiterplat-
ten-Nutzen. Davon wurden 22 Stiick mit einer iibli-
chen Chemisch Zinn-Oberfliche gefertigt. Weite-
re 20 Nutzen wurden ohne Oberflache (Cu-Blank)
gefertigt und umgehend zu APL gesendet. Dort
erfolgte die Verzinnung mit smarttin® und zwar je
5 Nutzen mit 0,9 pm, 1,0 pm, 1,1 pm und 1,2 pm
Schichtdicke. Von jeder Charge (4 x APL und
1 x Leiterplattenhersteller) wurde an 3 Nutzen
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die Sn-Schichtdicke im Anlieferungszustand ge-
messen. Diese und auch alle weiteren Messreihen
wurden am Couloscope durchgefiihrt, dessen Ge-
nauigkeit mit dem Messnormal (Sn-Fe 0,5 pm) der
Helmut Fischer GmbH tiberpriift wurde.
Anschlieend wurden von der Abteilung QEG der
Kathrein Werke KG folgende Untersuchungen aus-
gefiihrt:
¢ 1. Reflowl6ten und Sn-Schicht messen, 2. Re-
flowldten und Sn-Schicht messen
o Alterung 1 h @ 155 °C und Sn-Schicht messen,
1. Reflowléten und Sn-Schicht messen, 2. Re-
flowldten und Sn-Schicht messen
o Alterung 2 h @ 155 °C und Sn-Schicht messen,
1. Reflowléten und Sn-Schicht messen, 2. Re-
flowl6ten und Sn-Schicht messen
Zudem wurden die Lotverbindungen mit einem
AOI-System gepriift und die so festgestellten Lot-
fehler verifiziert.
Die Schichtdicken-Messergebnisse sind in den
Abb. 1 bis 3 dargestellt. Die Untersuchungsergeb-
nisse lassen sich folgendermaflen zusammenfassen:
* Die Anlieferungsqualitit vom Leiterplattenher-
steller entspricht der von ihm garantierten Ge-
samt-Zinn-Schichtdicke von ca. 1,0 um (Mess-
methode X-Ray), jedoch weist die Reinzinn-
Schicht nur eine Dicke 0,8 um (Couloscope) auf.
Wie Abb. 1 zeigt sowie aufgrund der zahlreichen
festgestellten und verifizierten Lotfehler, sind die
vom Leiterplattenhersteller verzinnten Leiterplat-
ten bereits im Anlieferungszustand fiir ein zweifa-
ches Loten nicht geeignet.

Bei Leiterplatten, die durch Hochtemperaturla-
gerung gealtert wurden und dadurch eine dicke-
re Diffusionszone aufweisen, ist die Reinzinn-
Schicht schon nach der 1. Létung deutlich gerin-
ger.

Alle von APL verzinnten Leiterplatten — auch
die mit nur 0,9 um Schichtdicke (Messmetho-
de X-Ray) — weisen eine hohere Sn-Schicht
(Couloscope) auf als die vom Leiterplattenher-
steller verzinnten.

Trotz der guten smarttin®-Ergebnisse bei einer
Gesamtschichtdicke von 0,9 pm wird zukiinftig eine
Reinzinn-Schichtdicke von iiber 1,0 pm bei der
Anlieferung gefordert, um die zum Léten erforder-
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0O Sn-Reduzierung durch 1. Reflow prozess
B Sn-Reduzierung durch 2. Reflow prozess

11 B Sn-Restschichidic ke
e 10
= o9
<
© 08 0710
S o7 0690
S os
ey
G o5
§ 04
7 os =]
Dh 02 — o
01 0150 | 0.8 i
00 —
Lisferant " AL (0,9) APL(1.04) ARL (1,14) ARL (121)
Abb. 1: Verhalten der Sn-Schicht (im Anlieferungszustand/ohne Alterung) beim
Reflowloten
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Abb. 2: Verhalten der Sn-Schicht nach Alterung (1 h @ 150 °C) beim
Reflowloten
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Abb. 3: Verhalten der Sn-Schicht nach Alterung (2h @ 150 °C) beim

Reflowldten

liche Rest-Sn-Schichtdicke von {iber 0,2 pm auch
nach langerer Lagerung sicherzustellen.

Die neue Produktionsanlage

Im Rahmen eines Firmenrundgangs wurde die neue
smarttin®-Produktionsanlage sowie die Infrastruk-
tureinrichtungen besichtigt. Zu den Besonderheiten
gehdrt ein eigener Brunnen, aus dessen Rohwasser
mit einer Umkehrosmoseanlage vollentsalztes Was-

ser fiir die Reinigung gewonnen wird. Weiterhin
wird eine eigenentwickelte biologische Abwasser-
reinigungsanlage betrieben, mit der Restmetall-
gehalte im Bereich der Nachweisgrenzen erreicht
werden.

Die zusammen mit den Be- und Entladeeinheiten
ca. 33 m lange smarttin®-Anlage arbeitet mit Stan-
natech-Chemie von Afotech. Die Anlage besteht aus
unterschiedlichen Modulen zum Reinigen, Mikro-
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atzen, Konditionieren, Chemisch Zinn abscheiden,
Entgiften, Nachtauchen und Trocknen der Leiter-
platten sowie mehreren dazwischen liegenden Spii-
len. Zum gezielten Erreichen einer bestimmten
Schichtdicke muss als einziger Parameter nur die
Transportgeschwindigkeit eingestellt bzw. verén-
dert werden. Die Dosierung der Chemikalien erfolgt
rechnergesteuert. Um eine gleichbleibend hohe
Qualitét sicherzustellen, werden die Bader taglich
analysiert und die aufgebrachte Zinn-Schichtdicke
bei jedem Auftrag mit einem Rontgenfluoreszenz-
gerét von Fischer gemessen. Ferner erfolgen regel-
méBige Rontgenfluoreszenz-Vergleichsmessungen
mit anderen Herstellern. So ist man bei APL sicher,
den Kunden stets die richtigen Schichtdickenwerte
anzugeben.

Marktpositionierung der APL

APL ist fiir die Leiterplattenhersteller eine Second
Source fiir den Chemisch Zinn-Prozess und kann
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auch das Outsourcing bestehender Chemisch Zinn-
Prozesse tibernehmen, wenn z.B. die Anlagentech-
nik veraltet ist oder/und hohe Schichtdicken- und
Qualititsanforderungen gestellt werden. 4APL unter-
stiitzt ferner bei Kapazititsengpdssen und iiber-
nimmt die Produktion bei Wartungsarbeiten und
Anlagencrash. APL ist aulerdem ein Bindeglied
zwischen Leiterplattenhersteller und Bestiickern.
Denn kupferblanke Leiterplatten werden zur Ver-
zinnung iibernommen und von APL direkt an den
Bestiicker versandt.

Ziel von APL ist die Know-how-Fiihrerschaft im
Bereich Chemisch Zinn-Dienstleistungen. Zusam-
men mit der Industrie mochte 4PL den Stand der
Technik beziiglich Chemisch Zinn definieren. Mit
smarttin® hat APL einen neuen MaBstab auf diesem
Gebiet gesetzt. -gk-
APL Oberflachentechnik GmbH, Im Entenbad 17, 79541 Lorrach-Hau-

ingen, Tel. 07621/5071, Fax 07621/52095, info@apl-electrolesstin.de,
www.apl-electrolesstin.de



